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征文通知

会议信息：

第二十七届可靠性物理年会拟计划于 2025 年 7 月中旬在西宁举

行。本次会议旨在探索可靠性技术的最新前沿动态与发展趋势，促进

可靠性科技创新与产业创新发展的深入融合，助推新质生产力快速发

展。

会议由中国电子学会可靠性分会等举办，中国电子学会可靠性分

会由工信部电子五所牵头筹建并一直作为支撑单位。我们诚挚邀请学

术界、工业界和政府机构的专家学者、行业精英、工程技术人员和在

校学生参与本次盛会，共同分享可靠性领域的前沿成果。会议现向广

大可靠性与质量管理、科技工作者征集学术论文。

会议时间：7月中旬（具体时间以后续会议通知为准）

会议地点：西宁

主办单位：中国电子学会可靠性分会、电子元器件可靠性物理及

其应用技术国家级重点实验室

协办单位：

智能制造装备通用质量技术及应用工业和信息化部重点实验室；

工业装备质量大数据工业和信息化部重点实验室；

智能产品质量评价与可靠性保障技术工业和信息化部重点实验室；

工业软件工程化与应用技术工业和信息化部重点实验室；

广东省电子信息产品可靠性技术重点实验室；

中国仿真学会集成微系统建模与仿真专委会；

IEEE EDS 广州分会。

支持媒体：

中国电子学会权威学术期刊《电子学报》（EI收录、中文核心期

刊，网址：http://www.ejournal.org.cn）



中 国 电 子 学 会 专 业 性 学 术 期 刊 《 新 一 代 信 息 技 术 》

（https://newit.ejournal.org.cn）
期刊《电子产品可靠性与环境试验》

期刊《电子质量》

期刊《微纳电子与智能制造》（网址：http://www.mneim.org.cn）。

论文录用后，将编制《中国电子学会可靠性分会第二十七届可靠

性物理年会论文集》。录用论文不收取任何版面费，并择优将约 10%
（不超过 20 篇）的论文推荐给《电子学报》或《电子产品可靠性与

环境试验》，其余录用论文将推荐给《新一代信息技术》和《微纳电

子与智能制造》发表。

征文范围：

1. 可靠性技术发展及展望

（1）人工智能与可靠性工程的融合技术

（2）软件和硬件集成产品的可靠性技术

（3）新材料、新工艺和新机理与可靠性评估技术

（4）数字时代可靠性工程技术发展状况及展望

2. 新型失效模式及失效机理研究

（1）失效分析和故障定位的新技术

（2）更广泛环境应力下（空间、核、大气辐射效应）的产品故障或

失效机理研究

（3）故障（失效）机理的新模型

（4）FME(C)A和 FTA的数字化应用

（5）芯片安全性分析与检测新技术或新应用

3. 可靠性、环境适应性试验与评价的新技术或新应用

（1）多环境、多因素、多机理可靠性试验与评价

（2）极限应力下的可靠性试验与评价

（3）可靠性强化和加速试验技术

（4）工作和贮存状态下的定寿与延寿

（5）环境试验评价与防护技术



（6）电磁兼容测试与设计改进

4. 可靠性设计与仿真新技术

（1）可靠性仿真与虚拟实验技术

（2）可靠性设计和加固新技术

（3）环境适应性分析与设计的新技术

（4）可靠性、性能、经济性一体化设计新技术

（5）可靠性预计新技术

5. 安全性、测试性、保障性及故障监测新发展

（1）控制系统的安全性（safety）设计和评价的新技术

（2）产品可测试性设计和评价的新技术

（3）基于大数据和云计算的可靠性分析和评价

（4）故障监测与健康管理（PHM）新技术和新应用

（5）综合保障技术、维修工程理论的最新应用

6. 可靠性数字化

（1）新一代信息技术自身可靠性研究

（2）可靠性数字模型库的构建及示范应用

（3）基于大数据的可靠性分析模型开发

（4）融合物理模型与数据驱动方法的可靠性分析

（5）可靠性数字模型库的安全性与知识产权保护

（6）跨领域电子元器件可靠性模型的集成与优化

7.产业可靠性发展新问题和挑战

（1）低空经济产业链相关可靠性问题与解决方案研究

（2）新能源汽车产业链相关可靠性问题与解决方案研究

（3）航空航天产业链相关可靠性问题与解决方案研究

（4）电力电网产业链相关可靠性问题与解决方案

（5）关键器件替代过程的可靠性问题与解决方案

（6）信息、网络、软件的可靠性和安全性问题与解决方案



征文说明：

1. 全 文 请 于 2025 年 5 月 20 日 前 提 交 会 务 组 邮 箱

nrps2025@163.com，邮件标题请注明“单位+姓名+手机+论文题目+论
文方向（在征文范围中选择）”。

（论文格式见附件）

2.需一并提交单位盖章的保密证明，不涉及国家和军事、商业秘

密。

注：对发现有抄袭、剽窃行为的论文作者，组委会保留采取进一步法

律行为的权利。

关于论文的相关问题，欢迎与我们直接联系：

联系人：马腾 17609009817
地址：广州市增城区朱村大道西 78号 邮编：511370

有您的参加，会议将会更精彩！

中国电子学会

可靠性分会

电子元器件可靠性物理及其

应用技术国家级重点实验室

2025年 2月 11日



附件：2025年会论文格式要求

28 nm超大规模 FPGA的 BRAM单粒子效应测试方法研究

XXX 1，XXX 2，XXX 2, *

（1. 工业和信息化部电子第五研究所，广州 510610；2. ****，广州 510000）

摘要：目的（目的这两个字成文后删除）建立一种 28 nm 工艺超大规模 SRAM 型 FPGA 块

随机读取存储器（Block Random Access Memory, BRAM）模块的单粒子效应测试方法，实

现敏感位的精确定位。方法（方法这两个字成文后删除）通过研究逻辑位置文件和回读文

件，建立敏感位和 FPGA 逻辑地址的对应机制，推导出对应的关系公式，并提出一组针对

BRAM 模块的系统测试方法。结果（结果这两个字成文后删除）分析推导出了回读文件与

逻辑位置文件的对应机制，实现了敏感位的精确定位，可大幅度提高现有测试方法的实验效

率，并建立了以本方法为基础的针对 BRAM 模块的静态测试实验流程。结论（结论这两个

字成文后删除）在对 28 nm 工艺超大规模 SRAM 型 FPGA BRAM 模块的静态测试中，可以

利用此方法实现单粒子效应敏感位的精确定位，为器件失效机理的分析和下一步的器件加固

设计提供指导。

关键词： SRAM 型 FPGA；单粒子效应；块随机读取存储器；敏感位定位；测试方法

（五号宋体、单倍行距）SRAM 型 FPGA 由于其逻辑密度高、可重复编程、灵活性高的

优点，在航空航天领域有着广泛的应用。然而，SRAM 型 FPGA对空间辐射环境十分敏感，

受辐照时产生的单粒子效应是影响其可靠性的主要因素之一。随着半导体工艺的不断发展，

器件特征尺寸从深亚微米区逐步过渡至纳米区，单粒子效应对器件可靠性的影响也日益突出。

因此，如何对器件的抗辐照性能进行测试并提高其可靠性一直是器件厂商和研究学者关注的

焦点[1, 2]。

1 一级标题

1.1 二级标题

1）测试方法定义

2）测试流程



图 1 静态测试流程图

表 1 测试参数

静态测试 动态测试

A 0.6104 0.1308

B 0.3034 0.2646

C 0.2912 0.2790
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